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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung schlagt vor, Schalt- r

elemente, beispielsweise Relais oder Sicherungen, anstel- W
le von Flachsteckzungen mit Kontaktstiften zu versehen,
die dort angeordnet sind, wo die Seitenkanten der bisheri-
gen Flachsteckzungen angeordnet sind. Fir jede Flach-
steckzunge wird also ein Paar von Kontaktstiften verwen- T ]
det, gegebenenfalls auch ein dritter Kontaktstift in der Mitte.
Diese Kontaktstifte lassen sich in durchkontaktierte Boh-
rungen einer Leiterplatte einpressen, so dass zur Anbrin-
gung eines solchen Schaltelements kein Sockel mehr erfor-
derlich ist.

Auch eine direkte Verbindung der Schaltelemente in SMT
Technik wird vorgeschlagen. 2
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schaltelement fur
Kraftfahrzeuge und eine Leiterplatte zu Kontaktie-
rung von Schaltelementen fir Kraftfahrzeuge.

[0002] In Kraftfahrzeugen werden elektrische Ver-
braucher, die einen héheren Stromverbrauch haben,
in der Regel uber Relais geschaltet, also Schaltele-
mente. Diese Schaltelemente haben eine typisierte
Anordnung von Kontakten. Die zur Verbindung mit
dem Stromnetz dienenden Kontakte dieser Schalte-
lemente sind Ublicherweise als Flachsteckzungen
ausgebildet und werden in Sockel eingesteckt. Diese
Sockel sind bei alteren Kraftfahrzeugen noch einzeln
an den entsprechenden Stellen des Kraftfahrzeugs
angeordnet. Sowohl die GréRe der Flachsteckzun-
gen als auch ihre raumliche Anordnung sind dabei ty-
pisiert.

[0003] Die Flachsteckzungen haben einen lang ge-
streckten rechteckigen Querschnitt. Die Sockel grei-
fen an diesen Flachsteckzungen an, so dass sich ge-
ringe Ubergangswiderstande ergeben.

[0004] Soll ein solches Schaltelement auf einer Lei-
terplatte angebracht werden, was direkt nicht moglich
ist, so werden Sockel verwendet, die beispielsweise
in Einpresstechnik mit der Leiterplatte verbunden
werden. Dann kann in einen solchen Sockel ein her-
kémmliches Schaltelement eingesteckt werden. Die
Sockel haben natiirlich den Nachteil, dass sie die
Bauhohe der Einheit aus Leiterplatte und Schaltele-
ment vergrolern.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
die Méglichkeit zu schaffen, Schaltelemente in einfa-
cher Weise mit Leiterplatten zu verbinden, damit Vor-
teile von Leiterplattenmontagen auch in der Kfz-Elek-
tronik Einzug halten kénnen.

[0006] Zur Lésung dieser Aufgabe schlagt die Erfin-
dung ein Schaltelement mit den im Anspruch 1 ge-
nannten Merkmalen vor. Weiterbildungen der Erfin-
dung sind Gegenstand der Unteranspriiche.

[0007] Das von der Erfindung vorgeschlagene
Schaltelement weist also Kontaktelemente auf, die
sich auf eine der moéglichen Arten direkt mechanisch
und leitend mit der Leiterplatte verbinden lassen, bei-
spielsweise als Kontaktstifte, die auf herkdbmmliche
Art mit der Leiterplatte verlétet werden kénnen.

[0008] In Weiterbildung der Erfindung kann vorge-
sehen sein, dass die Kontaktelemente als zum Ein-
pressen geeignete Kontaktstifte ausgebildet sind, die
sich in durchkontaktierte Bohrungen einer Leiterplat-
te einpressen lassen und auf diese Weise sowohl ei-
nen leitenden Kontakt als auch eine mechanisch si-
chere Verbindung mit der Leiterplatte herstellen.
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[0009] In Weiterbildung der Erfindung kann vorge-
sehen sein, dass die rAumliche Anordnung der Kon-
taktstifte der raumlichen Anordnung der genormten
Flachsteckzungen entspricht. Damit kann erreicht
werden, dass Handhabungsautomaten oder sonstige
Einrichtungen, mit denen die Schaltelemente einge-
setzt werden, nicht geandert zu werden brauchen.
Die Steckung als Einpressvorgang in die Leiterplat-
ten kann in der gleichen geometrischen Anordnung
erfolgen wie das bisherige Einstecken in Sockel.

[0010] Furdie héher belasteten Kontakte kann erfin-
dungsgemal’ vorgesehen sein, dass anstelle einer
Flachsteckzunge, wobei dies auch woértlich zu verste-
hen ist, zwei Kontaktstifte angeordnet werden, die
beispielsweise Teil eines metallischen aus Blech ge-
pragten Elements sind. Sie sind also beispielsweise
innerhalb des Gehauses direkt miteinander verbun-
den. Es kann dabei vorgesehen sein, dass diese bei-
den Kontaktstifte dort angeordnet werden, wo bei den
bisherigen Flachsteckzungen die Seitenkanten wa-
ren.

[0011] Bei noch starker strombelasteten Kontakten
kann erfindungsgemafl vorgesehen sein, dass eine
Flachsteckzunge durch drei Kontaktstifte ersetzt
wird, die Iangs einer Linie nebeneinander angeordnet
sind.

[0012] Erfindungsgemal kdnnen Kontaktstifte ver-
wendet werden, die als massiver im Querschnitt
rechteckiger oder besser noch quadratischer Stift
ausgebildet sind. Es ist aber auch mdéglich und wird
von der Erfindung vorgeschlagen, dass ein Kontakt-
stift auch einen Langsschlitz aufweisen kann, der ent-
weder an beiden Enden geschlossen oder an einem
Ende offen ist. Dadurch kann eine gewisse Nachgie-
bigkeit der Kontaktstifte in einer Richtung quer zur
Einpressrichtung erreicht werden. Hier ist es auch
denkbar, dass ein derartiges ausgestaltetes Schalte-
lement wieder abgenommen werden kann.

[0013] Als Beispiel fir ein Schaltelement wird ein
Relais genannt, bei dem also mithilfe einer Steuer-
spannung ein Leistungsschalter gedffnet oder ge-
schlossen wird.

[0014] Ein zweites Beispiel fir ein derartiges Schal-
telement ist eine Schmelzsicherung, die bei Uber-
schreiten einer bestimmten durch eine Strombelas-
tung erzeugten Temperatur den Stromkreis dauerhaft
offnet.

[0015] Die Erfindung schlagt ebenfalls eine Leiter-
platte fur ein derartiges Schaltelement vor, die durch-
kontaktierte Bohrungen in einem Muster aufweist,
das der Anordnung der typisierten Schaltelemente
mit Flachsteckzungen entspricht.

[0016] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorzu-
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ge der Erfindung ergeben sich aus den Anspriichen
und der Zusammenfassung, deren beider Wortlaut
durch Bezugnahme zum Inhalt der Beschreibung ge-
macht wird, der folgenden Beschreibung bevorzugter
Ausfuhrungsformen der Erfindung sowie anhand der
Zeichnung. Hierbei zeigen:

[0017] Fig.1 die Seitenansicht eines Schaltele-
ments nach der Erfindung;

[0018] Fig. 2 die Draufsicht auf einen Teil einer Lei-
terplatte mit durchkontaktierten Bohrungen zur An-
bringung des Schaltelements der Fig. 1;

[0019] Fig. 3 die Seitenansicht eines Mikrorelais;

[0020] Fig. 4 die Draufsicht auf einen Teil einer Lei-
terplatte zur Anbringung des Mikrorelais der Fig. 3;

[0021] Fig. 5 die Seitenansicht einer Schmelzsiche-
rung;

[0022] Fig. 6 in vergrofRertem Malstab zwei an ei-
nem gestanzten Blechteil angeordnete Kontaktstifte;

[0023] Fig.7 in nochmals vergréRertem Malstab
zwei geschlitzte Kontaktstifte zum Ersatz einer Flach-
steckzunge;

[0024] Fig. 8 eine Seitenansicht eines Kontaktele-
ments fur SMT;

[0025] Fig.9 eine der Fig. 7 entsprechende Dar-
stellung einer weiteren Ausfihrungsform;

[0026] Fig. 10 einen Kontaktstift einer nochmals
weiteren Ausfihrungsform.

[0027] Fig. 1 zeigt die Seitenansicht eines Relais,
das in seinem inneren Aufbau und seiner Wirkungs-
weise einem bekannten Relais entspricht. An Stelle
der Ublichen Flachsteckzungen weist dieses Gehau-
se 1 an seinerin Eig. 1 unten zu sehenden Unterseite
2 mehrere Kontaktstifte 3 auf. Diese Kontaktstifte 3
sind in einer Weise angeordnet, die der Anordnung
von Flachsteckzungen bei den bisherigen Schaltele-
menten entspricht.

[0028] Die Kontaktstifte 3 sind als im Querschnitt
quadratische metallische Stifte ausgebildet. Zu ihrer
Kontaktierung dienen in der Leiterplatte 4 angeord-
nete durchkontaktierte Bohrungen 5, die an der glei-
chen Stelle angeordnet sind, wo bei den bisher be-
kannten Schaltelementen die Flachsteckzungen an-
geordnet waren. Dabei entspricht das in Fig. 2 zu se-
hende Bohrbild einem herkémmlichen Standardre-
lais, wahrend das in Fig. 4 zu sehende Bohrbild mit
den durchkontaktierten Bohrungen einem Mikrorelais
entspricht, das in Seitenansicht in Eig. 3 dargestellt
ist.
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[0029] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Mikrorelais
sind zum Ersatz zweier Flachsteckzungen in der Lei-
terplatte 4 zwei nebeneinander angeordnete durch-
kontaktierte Bohrungen 5 vorgesehen, siehe rechts
in Fig. 4. Dies entspricht den héher strombelasteten
Kontaktelementen des Mikrorelais.

[0030] Fig. 6 zeigtin vergroRertem Mal3stab, wie an
einem ausgestanzten Stiick Blech 7 zwei Kontaktstif-
te 3 ausgebildet sind, deren AuRenkanten 8 den glei-
chen Abstand voneinander aufweisen wie die Auf3en-
kanten einer bisherigen Flachsteckzunge.

[0031] Fig.5 zeigt anstelle eines Relais eine
Schmelzsicherung, die ebenfalls ein beispielsweise
durchscheinendes Gehause 10 aufweist, in dem zwei
Metallbleche 7 untergebracht sind. Diese gehen au-
Rerhalb der Unterseite 2 des Gehauses 10 in jeweils
drei Kontaktstifte 3 Gber. Zwischen den beiden metal-
lischen Elementen 7 ist innerhalb des Gehauses 10
ein Metallelement 11 angeordnet, das die eigentliche
Schmelzsicherung bildet.

[0032] Wahrend bei den bisher dargestellten Aus-
fuhrungsformen die Kontaktstifte 3 als massive aus
Metall bestehende Stifte ausgebildet sind, zeigt die
Eig. 7 eine Ausfuhrungsform, bei der jeder Kontakt-
stift 13 einen von seinem freien Ende ausgehenden
Langsschlitz 14 aufweist. Die AufRenseiten der Kon-
taktstifte 13 verlaufen geschwungen, um das Einset-
zen in die durchkontaktierten Bohrungen 5 zu erleich-
tern. Eine derartige Form der Kontaktstifte ist aus
dem deutschen Gebrauchsmuster 20218295 be-
kannt, dessen Beschreibung durch Bezugnahme
zum Inhalt der vorliegenden Beschreibung gemacht
wird, so dass dies nicht naher erlautert wird.

[0033] Mithilfe der von der Erfindung vorgeschlage-
nen Anordnung von Kontaktstiften anstelle von
Flachsteckzungen wird es méglich, ohne Anderun-
gen von sonstigen beispielsweise auch inneren Auf-
bauten von Schaltelementen die in der Leiterplatten-
technik bekannten Kontaktierungsverfahren mithilfe
von durchkontaktierten Bohrungen auch in der Kraft-
fahrzeugelektronik zu verwenden. Die Kontaktstifte,
die eine Flachsteckzunge ersetzen sollen, kénnen in
ihrem nicht zur Kontaktierung mit der Leiterplatte be-
stimmten Bereich 7, der innerhalb des Gehauses an-
geordnet wird, genau den gleichen Aufbau aufweisen
wie die bisherigen Flachsteckzungen. Dies betrifft
nicht nur den Ort der Anordnung, sondern auch die
Abmessungen in alle Richtungen.

[0034] Fig. 8 zeigt ein Kontaktelement 17 aus einer
Richtung quer zur Richtung der Fig. 6 und Fig. 7.
Dieses Kontaktelement ist in seinem Endbereich mit
einem nach links und einem nach rechts abgeboge-
nen Ende 18 versehen, die beide mit ihren Untersei-
ten in der gleichen Ebene liegen. Die Enden kénnten
auch nach einer Seite abgebogen sein. Ein solches
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Kontaktelement 17, das aus einem Schaltelement 1
herausragt, kann dazu dienen, das Schaltelement in
SMT Technologie auf den Lotpads einer Leiterplatte
anzuléten.

[0035] Fig.9 zeigt eine der Fig. 7 entsprechende
Darstellung, bei der das Kontaktelement 27 zwei
Kontaktstifte aufweist, die ahnlich aufgebaut sind wie
die Kontaktstifte 13 der Ausfuhrungsform nach
Fig. 7. Der Langsschlitz 24 bei dieser Ausfuhrungs-
form ist jedoch an beiden Enden geschlossen. Die
Auflenseiten der Kontaktstifte verlaufen geschwun-
gen, um das Einsetzen zu erleichtern.

[0036] Wahrend bei den Ausfiihrungsformen der
Fig. 6 von im Querschnitt rechteckigen Kontaktstiften
ausgegangen wird, die sich aus dem Kontaktelement
7 ergeben, zeigt Fig. 10 einen Kontaktstift 23, der im
Querschnitt ebenfalls rechteckig ist, der aber gegen-
Uber dem eigentlichen Kontaktelement tordiert ist.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Doku-
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Patentanspriiche

1. Schaltelement fur Kraftfahrzeuge, mit
1.1 einem Gehause (1, 10), sowie mit
1.2 an einer Unterseite (2) des Gehauses (1, 10) aus
diesem herausgeflihrten Kontaktelementen (3), die
1.3 zur direkten leitenden und mechanischen Verbin-
dung mit einer Leiterplatte (4) ausgebildet sind.

2. Schaltelement nach Anspruch 1, bei dem die
Kontaktelemente als Kontaktstifte (3) zum Einléten in
Bohrungen (5) der Leiterplatte (4) ausgebildet sind.

3. Schaltelement nach Anspruch 1, bei dem die
Kontaktelemente als Kontaktstifte (3) zum Einpres-
sen in durchkontaktierte Bohrungen (5) der Leiter-
platte (4) ausgebildet sind.

4. Schaltelement nach einem der vorhergehen-
den Anspruche, bei dem die rdumliche Anordnung
der Kontaktstifte (3) der rdumlichen Anordnung der
genormten Flachsteckzungen entspricht.

5. Schaltelement nach Anspruch 4, bei dem an-
stelle einer Flachsteckzunge zwei Kontaktstifte (3)
angeordnet sind, die an der Stelle der Seitenkanten
der Flachsteckzungen angeordnet sind.

6. Schaltelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, bei dem drei Kontaktstifte (3) fir eine
Flachsteckzunge angeordnet sind.

7. Schaltelement nach einem der vorhergehen-
den Anspruche, bei dem mindestens ein Kontaktstift
(3) massiv ausgebildet ist.

8. Schaltelement nach einem der vorhergehen-
den Anspruche, bei dem mindestens ein Kontaktstift
(13) mit einem Langsschlitz (14, 24) ausgebildet ist.

9. Schaltelement nach Anspruch 1, bei dem die
aus dem Gehause herausgeflihrten Kontaktelemente
zur Verbindung in SMT-Technologie ausgebildet sind.

10. Schaltelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, als Relais beziehungsweise Mikrore-
lais ausgebildet.

11. Schaltelement nach einem der Anspriiche 1
bis 9, als Sicherung ausgebildet.

12. Leiterplatte fir ein Kraftfahrzeug, mit durch-
kontaktierten Bohrungen (5) zur Anbringung der Kon-
taktstifte (3, 13, 23) eines Schaltelements nach ei-
nem der vorhergehenden Anspriiche.

13. Leiterplatte nach Anspruch 12, bei dem die
durchkontaktierten Bohrungen (5) in einem dem nor-
mierten Anordnungsmuster der Flachsteckzungen
von Schaltelementen entsprechenden Bohrbild an-
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geordnet sind.

14. Leiterplatte nach Anspruch 12 oder 13, mitin
durchkontaktierten Bohrungen (5) der Leiterplatte (4)
eingepressten Kontaktstiften (3, 13, 23) mindestens
eines Schaltelements nach einem der Anspriche 1
bis 11.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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